Steckverbinder-Modelle
fur Gigabit-Ubertragungen

n Kommunikationssystemen mit hohen

Ubertragungsraten werden als Verbin-
dungselemente zwischen Einschub- und
Ruckwandplatinen hochpolige Steckverbin-
der eingesetzt. Als Schnittstellenkomponen-
ten unterliegen sie besonderen Signalinte-
gritéts-Anforderungen. Um ihr elektrisches
Verhalten und das Zusammenspiel mit an-
deren Schaltungsteilen bereits in der Ent-
wurfsphase des Systems ber{icksichtigen
zu koénnen, sind Simulationsmodelle erfor-
derlich, die alle wesentlichen elektrischen
Eigenschaften nachbilden.

Diese lassen sich entweder als homogene
Leitung oder als Kettenleiter beschreiben.
Zwischen den beiden Darstellungsformen
bestehen Transformationsbeziehungen 1).
Kopplungen im Steckverbinderbereich las-
sen sich nur in der Kettenleiterdarstellung
ohne gro3en numerischen Aufwand einbe-
ziehen. Die entsprechenden Netzwerkele-
mente werden aus den Belagsmatrizen
einer 2-D-Analyse hergeleitet, fir die ein
eigenes Finite-Differenzen-Verfahren ent-
wickelt wurde 2). Aus den verschiedenen
simulations- und meBtechnischen Untersu-
chungen ergeben sich Design-Regeln fir
mikrowellentaugliche Steckverbinder. In 3)
wird ein Steckverbinder fur Anwendungen
im Gigahertzbereich vorgestellt.
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Zur Charakterisierung der Schnittstellen-
komponente flir den Systementwurf eignen
sich Netzwerke aus diskreten Schaltelemen-
ten. Solche Netzwerke sollen zum einen
das Reflexions- und Ubertragungsverhalten
des Steckverbinders in Frequenz- und Zeit-
bereich hinreichend genau nachbilden und
zum anderen mdglichst einfach strukturiert
sein, da sie im Gesamtnetzwerk zur CAD-
Analyse lediglich eine Teilschaltung bilden.

Bisher sind SPICE-Netzwerke flr Steckver-
binder nach dem "try and error“-Prinzip auf-
gebaut worden. Die vorliegende Projektar-
beit stellt ein Verfahren zur systematischen
Entwicklung solcher Modelle vor. Eine Uber-
tragungsstrecke wird danach gemén ihrem
TDR-Profil in verschiedene Abschnitte unter-
teilt.
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for Angled Multipin Connectors*,
Int. J. RF and Microwave CAE 8,
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